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互联网连接推动处理需求 

嵌入式系统正以越来越快的速度继续其技术演进；我们家庭、车辆和工作场所中的

设备功能正在突飞猛进地发展。这一进步的一个关键驱动因素是，即使是最小的电子设备

也能够连接到我们的现代网络基础设施。Wi-Fi®、蓝牙®和其他连接选项使得现场更新和

维护变得更加容易，同时增加了人工智能和机器学习算法的优势。这种增加的连接性有效

地使这些设备成为物联网边缘节点—— 但这带来了处理需求增加和内存子系统增大的代

价。 

 

系统挑战 

大多数嵌入式系统还“连接”到其直接环境——也就是说，它们提供了某种类型的

环境传感、机械驱动或人机界面的功能。例如，智能恒温器除了配备一系列按钮或电容传

感器用于人机输入外，还连接到本地温度和湿度传感器网络。大多数嵌入式系统都与它们

所处的环境“连接” ——也就是说，它们具备某种环境感知、机械控制或人机交互的功能。

举个例子，智能恒温器除了配备按钮或触摸传感器用于人机交互外，还连接到一个本地的

温度和湿度传感器网络。再比如，联网的烹饪设备的主要目标是理解你对食物温度的期

望，并将其转化为精确的热量控制。这些以“模拟”信号为主的系统，正逐渐进入快节奏

的云通信世界，这就带来了一个难题：你是为模拟世界的缓慢输入设计系统，还是为了提 

 



 
 

 

升速度和整体功能而牺牲模拟信号的精确度？为了更深入地理解这个问题，我们可以看一

个常见且简单的例子——物联网边缘传感器节点。 

 

模拟子系统 

物联网边缘传感器节点需要一些模拟子系统来测量和监控环境条件，例如温度、湿

度、运动等。模拟子系统通常包括一个单片机（MCU），用于读取传感器数据，进行某

种形式的处理，并通过网络进行通信。通常情况下，环境数据变化较为缓慢，因此大多数

边缘节点不需要处理连续、不间断的数据流。由于边缘节点通常依靠小型电池运行数年，

它们大部分时间处于低功耗的“休眠”模式，仅定期唤醒以检测环境变化。在唤醒期间，节

点会收集数据并通过网络传输。之后，它会再次进入休眠状态，直到需要进行下一次测

量。在我们这个高度互联的世界中，随着边缘节点数量和收集数据的增加，电源效率和低

功耗运行成为延长模拟子系统电池寿命的关键设计考虑因素。 

 

嵌入式系统的分段设计 

为了实现高效的嵌入式系统，通常需要将系统划分为不同的“速度域”，并通过桥

接器将快速主处理器与模拟子系统连接起来。这种分区设计可以让模拟子系统专注于处理

变化较慢的任务，而快速主处理器则负责处理那些需要高速运算的复杂任务。这样一来，

每种处理器都能发挥其最大的优势。随着越来越多的设备需要联网，I3C®成为了下一代

串行通信接口，专门用于支持高速芯片之间的通信。作为 I2C 的升级版，I3C 不仅速度更

快，还具备更智能的接口和更强大的控制功能。重要的是，I3C 仍然兼容现有的 I2C 器

件，这使得它能够轻松集成到现有的硬件平台中。此外，I2C 器件可以与运行在 12.5 

MHz 的 I3C 控制器共存，这意味着现有的 I2C 总线设计可以逐步过渡到 I3C 标准。举个 



 
 

 

例子，一个支持 I3C 和传统通信接口（如 I2C、SPI 或 UART）的单片机可以作为桥接设

备。这个桥接器通过单片机将快速处理器与传感器连接起来。单片机负责读取传感器的数

据，进行计算，并将结果高效地传输出去。这种设计不仅保持了 I3C 总线的高速性能，

还能通过单片机实现 I3C 控制器与 I2C/SPI 器件之间的通信。通过将嵌入式系统进行合理

的分区设计，并利用 I3C 接口，可以更高效、更稳定地实现系统设计。 

 

PIC18-Q20 MCU 

Microchip 推出了 PIC18-Q20 产品系列，专门为现代分布式处理器嵌入式系统设

计。这些单片机（MCU）提供了先进的串行通信接口，包括多达两个 I3C 外设，能够高

速连接到多个总线，极大地增强了系统的灵活性。此外，它们还内置了传统的通信协议，

如 UART、SPI、I2C 和 SMBus，可以作为桥接设备无缝集成到系统中，并将 I2C/SPI 设

备与纯 I3C 总线隔离开来。这种设计不仅保持了 I3C 总线的高速性能，还能通过单片机

实现 I3C 控制器与 I2C/SPI 器件之间的通信。PIC18-Q20 还支持多个电压域，这意味着它

可以轻松连接不同工作电压的组件，从而省去了电平转换器的需求，降低了材料成本并简

化了系统设计。此外，PIC18-Q20 单片机集成了片上独立于内核的外设（CIP），这些外

设可以在不需要 CPU 持续干预的情况下独立运行，并直接与其他外设通信。这些基于硬

件的功能模块功耗极低，几乎不需要编写代码，并且占用更少的 RAM 和闪存资源，却能

实现与软件相同的功能。此外，单个 MCU 可以同时启用多个功能模块。设计人员可以通

过 MPLAB®代码配置器（MCC）——一个简单的图形用户界面（GUI）工具——轻松定

制包括 I3C 外设在内的 CIP 组合，生成应用程序代码，而无需深入研究数据手册。通过

使用 CIP，工程师可以将每个系统任务进行分区管理，从而简化功能实现，减少组件数

量、代码量、开发时间和功耗。 

 



 
 

 

结论 

在我们这个快速变化的世界中，技术的进步要求设备具备更快的处理速度、更高效

的连接性以及更小的体积。虽然现代电子设备越来越多地与外部世界连接，但在这些互联

系统中，仍然需要小型化且节能的模拟子系统来感知和测量“现实世界”的数据。由于环

境数据的变化通常比较缓慢，设计时需要在速度和精度之间找到一个平衡点。 

为了实现高效的嵌入式系统，通常需要将系统划分为不同的“速度域”，并通过桥接

器将快速处理器与模拟子系统连接起来。随着 I3C 逐渐成为高速芯片间通信的主流接

口，工程师们需要选择能够全面支持高性能数字处理需求的高级单片机（MCU），同时

还要确保这些 MCU 在下一代设计中保持对模拟信号的高精度处理能力。 


